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(54) Zplgob vyroby vykonového bezpotencidlové-
ho polovodidového modulu

(57) Podstata FeSeni spolivd v tom, Ze
v méddné £o0lii se vytvdri plodnd sousta-
va konstrukinich a propojovacich dflu,

" zahrnujieich kolekitorové katodové, ano~
dové, emitorové, ¥{dici a pomocné elekt-
rody & pripadné p¥ivody pasivnich sou~ .
ddstek navzdjem propojené spojovacimi
technologickymi mistky, nadeZ se souste-
va propojovacich dild prostorové vytve-
ruje. Mezi plochami konsfrukdnich a pro-
pojovacich dild mdd&né folie, které jsou
v kontaktu & keramickou podloZkou se vy-
tvori eutekticky spoj s keramickou pod-
loZkou & ndsledné se nespojené propojo-
vac{ dfly tvaruji do pozic elektrod po-
lovodidovych &ipl a pripadné p¥ivodu pa-
sivnich gouddstek. Poté se polovodifové
ipy & piigadné pasivni souddstky spoji
s _konstrukénimi a pgopojovacimi dily mé-
déné folie a zdroven se pPerusi spojova-
ci technologické mistky.
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Vyndlez se tykd zpisobu vyiroby vykonového bezpotencidlového polovodidového modulu,
obsahuj{cfho diody, tranzistory, nebo tyristory, pop¥ipadd i pasivni prvky.

Pri znémém zplsobu FeSeni vyikonovich bezpotenciflovych obvodd Jsou vykonové polovo-
didové struktury pdjeny mSkkou pdjkou pres dilatadnf podlofky k m¥ddné 26144, spojené
eutekticlkym spojem s keramickou izoladni podloZkou. Dilatadni podloZky maji stejnou
plochu jako polovodidové _atruktury a jsou vytvorany z wolframu, molybdenu nebo m8di, po-
pPipadd z vysokodotovaného k¥emfku. M3ddné £olie je po spojeni s keramickou podloZkou roz-
8len¥na na kontakty spodnich elektrod polovodidovych Sipd a eventuilnd Jejich propojent
a na pozice pro pripdjeni vn&jsich elektrod. Clendni m3ddnFch £01ifi se provédi nejdast&ji
fotolitografickou technikou. Elektrody ¥ipd, které nejsou v kontaktu s m8d¥nou £41i{ spo-
Jenou s keramickou podlofkou jsou nejdastdji propojeny ultrazvukovym p¥ive¥enim, Mont4:
a pdjeni polovodifovych struktur a elektrod vykonovych bezpotencidlovych polovodidovych
modull vyZaduje ndrodné technologické zafizeni a predstavuje nejsloZit$jidi &dst vyrobni-
ho procesu.

Uvedené nevyhody odstranuje zplisob vyroby vykonového bezpotencidlového polovodicové-
ho modulu podle vyndlezu, JehoZ podstata spodivéd v tom, Ze v mdd¥né £J1ii se vytvoii
plofnd soustava konstrukdnfch a propojovacich dild, zahrnujicich kolektorové, katodové,
anodové, emitorové, ¥idici a pomocné elektrody a pop#ipadd p¥ivody pasivmich souddstek,
navzdjem propojené spojovacimi technologickymi mistky, potom se soustava propojovacich
d{1d prostorové vytvaruje a mezi plochami konstrukdnich a propojovacich 4714 m&dsné £4-
lie, které jsou v kontaktu s keramickou podloZkou se vytvoFi eutekticky spoj 8 keramickou
podlofkou a néslednd se nespojené propojovaci dily tvaruji do pozic elektrod polovodido~
vych &ipl a popiipedd pF¥ivodld pasivnich souléstek a potom se polovodidové Sipy e popFi-~
padd pasivnil souddstky spoji s konstrukinimi e propojovacimi dil& méd¥né folie a zdroven
se pferusi spojovaci technologické mistky.

Prednosti zplsobu vyroby vikonového bezpotencidlového polovodidového modulu podle
vynélezp Je zjednoduSeni vyrobniho procesu., To je ddno sniZenim podtu mechanickych
a montéZnfch dild modulu, které nehrazujf Z4sti Elendné m&déné fdlie. Elektrody tvorenéd
gdstmi m8d¥né £01le ddvajl vys3{ proudovou zatiZitelnost a spolehlivost, neZ b&3né uzi-
vané ultrazvukové spoje nebo elektrody ze silnych mdd¥nych plechii. Vynilez umo¥nuje zjed-
noduSeni p¥ipravkl pfi montdZi a pdjeni, protoZe jednotlivé Sdsti mddsné f£dlie jako elek-
* trody a propojovaci dily meji fixovanou pozici tim, Ze tvoPi s pldtovanou &4sti mSddné
£61ie pevny celek.

P¥{klad provedeni vykonového bezpotencidlového polovodidového modulu, vyrobeného
zplisobem podle vyndlezu je na pFfipojeném vykresu, kde na obr. 1 je lendnd mddsnd fdlie
v rozvinutém stavu, na obr. 2 je tato folie prostorové tvarovidna a spojena s keramickou
podloZkou eutektickym spojem a na obr. 3 je vytvo¥eny modul s polovodidovymi &ipy, spo~
jenymi s konstrukdnimi a propojovacimi dfly m¥d&né folie.

M&dsnd folie 14 tloudtky 0,3 mm je Slendna na soustavu konstrukénich a propojovacich
d{1d, obsahujfci kolektorovou elektrodu 1, emitorovou elektrodu 7, ¥#idfo{ elektrodu 8,
opatienou praporkem 3 pro propojeni ¥idiefho vy¥vodu, pomocnou elektrodu 4, katodovou
elektrodu 2, anodovou elektrodu 6, propojovaci dily 3, 5 a spojovaci technologické mist-
Iy 10.

Propojovaci dily 3, 5 slouZi po pFerudeni spojovacich technologickych mistki 10
k propojeni elektrod polovodidovych &ipd 12, 13 s vndjdimi pifivody.

Po rozdlen¥ni mddidné f£olie 14 nésleduje jeji prostorové itvarovdni a mezi plochami
kdlektorové a katodové elektrody 1 a 2 a keramickou podloZkou 11 se vytvori eutekticky
8poJ.

Nespojené propojovaci dily se tvaruji do pozic elektrod polovodidovych Sipt 12
a 13, v tomto p¥ikladu tranzistoru a zp8tné diody.

Polovodidové &ipy 12, 13 Jjsou v jedné operaci spojeny nap¥iklad pdjenim mékkou pdjkou ne-
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bo lepenim jednak s 3dstmi m¥d3né folie 14, spojenymi eutektickym. spojem s keramickou
podloZkou 11,tvorioimi kolektorovou elektrodu 1 tranzistoru a katodovou elektrodu 2 zpét-
né diody a jednak s vytvarovanymi Sdstmi mdddné f£Slie, tvoFicimi anodovou elektrodu I3
zp&tné diody, emitorovou elektrodu 7 a Ffdici elektrodu 8 tranzistoru. Spudasnd jsou pe-
rufeny spojovaci technologlcké mistky 10.

Vynédlez Je urden pro vyrobu vykonovych bezpotencidlovych polovodidovych moduli
8 tranzistorovymi, tyristorovimi nebo diodovymi strukturami, pop¥ipadd s daléimi pasiv-

PEEDMET VvVYNALALEZU

Zpdsob vyroby vykonového bezpotencidlového polovodidového modulu, sestdvajiciho z vy-
konovych polovodilovych &ipl & 2z pasivnich souldstek, pripdjenych k m8d&né £51ii, spojené
entektickym spojem s tepelné vodivou elektrigcky izoladni keramickou podloZkou, vyznadujici
se tim, ¥e v m¥d3né £31ii /14/ se vytvor{ plo¥nd soustava konstrukdnich a propojovecich di-
14, zahrnujfcich kolektorové katodové, anodové, emitorové, ¥idfci a pomocné elektrody (1,
2, 6, 7, 8, 4) a privody pasivnich souddstek, navzdjem propojené spojovacimi technologic-
kymi mistky /10/, potom se soustava propojovacich dfld prostorové vytvaruje a mezi plocha-
mi konstrukdnfch a propojovacich dfld m8d¥né f£6lie /14/, kterd jsou v kontaktu s keramic-
kou podloZkou /11/ se vytvo¥i eutekticky spol s keramickou podloZkou /11/ a ndslednd se ne-
spojené propojovaci dfly tvaruji do pozic elektrod polovodidovych dipd /12, 13/ a pFivodd
pasivnich souldstek a potom se polovodiSevé &ipy /12, 13/ a pasivni souddstky spojf s kon-
strukdnimi a propojovacimi dfly m3da3né tdlie /14/ a zéroven se pHerudf spojovaci technolo~
gloké mistky /10/.
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